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Anéd elektrolit-kondenzatorokhoz, elektrolit-kondenzator és

eljaras az andd eldallitasara

A talalmény targya anéd kondenzatorhoz, ahol az anéd tul-
fesziiltség véddé (9) sikszerd és az anddtesttel (1) vald nagy
feliletl Osszekottetésrdl gondoskodik. Az andéd tulfesziiltség
védd (9) anddtestbdl (1) kivezetett végét a csatlakozd lemez-
hez hajlitjuk. Az anddtest elddllitasdhoz hdrom kilonbdzd el-
jarast hasznalunk, a pép }lﬁj, a zoldfdélia és a por feldolgo-

z4asat.
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Andéd elektrolit-kondenzatorokhoz, elektrolit—kondenzator és

eljarads az andédd eldallitéséara

A taldlmdny tadrgya andéd elektrolit-kondenzatorokhoz,
anddtesttel és andéd tulfesziltség levezetdvel. Tovabba a ta-
lalmany targya elektrolit-kondenzator anéddal, az anddot ko-
rilvevd dielektrikummal, a dielektrikumon 1év$ rétegkatdddal,
az andéd tulfesziiltség levezetdbdl formalt elséd csatlakozdle-
mezzel és a rétegkatdddal Osszekapcsolt médsodik csatlakozdle-
mezzel. Tovabba a taldalmany targya eljaras az andéd eldallita-
sara.

Ha kondenzatorrdél van szé, tébbnyire chipkondenzatort ér-
tink rajta. Am a széban forgé talalmany minden tovabbi nélkiil
mas kondenzatorra, mint példdul tokozads nélkiili kondenzatorra
is alkalmazhaté. A tokozas nélkili kondenzatornak kicsi a
szerkezeti magassaga, és példaul hibrid kapcsolasba integréal-
juk &8ket. A kovetkezd&8kben abbdl indulunk ki, hogy a talalmany
szerinti kondenzatoron chipkondenzatort értink.

A chipkondenzatorok, kiildndsen a tantdl-chipkondenzatorok
nagy térfégatspecifikus kapacitas-fesziiltség szorzatukban, ezt
“CV-szorzat”-nak is nevezik, tilnnek ki, azaz ezeknél a konden-
zatorokndl a térfogatra vonatkoztatott, a>kapacités és a kon-
denzatorra rakapcsolt fesziltség szorzatabdél kapott érték kii-
léndsen nagy. A chipkondenzatorok tovdbbi eldnyds tulajdonsa-
gai a stabil hémérséklet- és frekvenciaviselkedés, az alacsony
nyugalmi éfam és a kicsi veszteségi tényezd.

Eme kiv4ld tulajdonsagai miatt kiildndsen a tantal-
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chipkondenzatorokat szamos alkalmazasban hasznaljak a legkl-

16nbdz8bb terlileteken. Az Uj alkalmazadsok, az igényes haszna-
lati feltéetelek és az elektronikaban a névekvé miniatiirizaléas
miatt a chipkondenzatorokra esé kovetelmények egyre nagyobba

valnak.

A 24. abra mutatja a szokvanyos tantdl-chipkondenzator
sematikus felépitését, a 25. abra a chipkondenzator andédtestét
oldalsé nézetben, a 26. abradn az anddtest feliilnézetben lat-
szik.

Ez a szokvanyos chipkondenzator 1 anddtestbd8l, 2 dielekt-
rikumbél és 3 rétegkatdédbdl 411, melyek valddi kondenzatorele-
met alkotnak.

Ezenkivil egy 4 tokozéssal van ellatva, amely a kondenza-
torelem szamara fontos védelmi funkcidkat tolt be.

Az 1 andédtestbdl, a 2 dielektrikumbdél és a rétegkatddbdl
allé kondenzatorelemhez 5 tantdlhuzal vezet, amely a 4 tokozas
belsejében 6ssze van kdtve az elsd 6 fémlemezzel. Vezetdképes
8 ragaszté (Leitkleber) utjan a 3 rétegkatdd a masodik 7 fém-
lemezhez kapcsolédik, amely hasonldan a 6 fémlemezhez a 4 to-
kozasbél van kivezetve.

Az ilyen chipkondenzétorokat a 4 tokozas kiilénb6z8 mére-
teiben, tobbnyire normélt alapterilet mértékkel és szerkezeti
magassaggal gyartjak. Ezt kovetden a magas CV-szorzat elérésé-
hez a kondenzidtorelem térfogatrészét és a kondenzatorelemben
talalhatdé 1 andédtestet kell megnovelni.

Az 5 tantdlhuzal, mint andéd oldali tulfesziiltség leveze-
t6, 1 anddtestben vald felhasznalaséaval (vo. kiiléndsen a 25.
és 26. &brakat) a tokozas kihaszndltsdga szinte alig névelhe-

té. Ugyanis az 5 tantalhuzal szabad végét a 6 fémlemezhez he-
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gesztjlk, amely a kész chipkondenzatorndl a masik fémlemezzel
egyltt a vezetd lemezen 1lévé elektromos kapcsolashoz vald vil-
lamos csatlakozas szerepét hivatott betolteni. Az ilyen tipusu
felépitésnél speciadlisan a kondenzatorelem és a tokozas fala
ko6zoétti tavolsag kiiloéndsen nagy. Az 5 tantdlhuzal &ltal kép-
zett tavolsadg a pozitiv oldali fémlemez és a kondenzatorelem
és az 1 andédtest kozott a gydrtds sorédn alig csdkkenthetd to-
vabbi mértékben. Mas szavakkal, a szokvanyos
chipkondenzatorndl a tokozas térfogatkihaszndltsdga nem kielé-
gité.

A DD-PS 215 420 sz. nyomtatvanybél egy olyan tantal-
chipkondenzatort ismerhetiink meg, melynél az anéd tulfesziilt-
ség levezetdje egy két részes, extruddlassal eldére legyartott
andédtestbe van bedgyazva. Ezutdn az andédtestet az andédd tulfe-
szliltség levezetSjével szinterelik. A két, eldSre préselt
részanddtest felhaszndlasanak az a hatranya, hogy a gyartas-
fliggdé tolerancidk miatt nem lehet az andédtestet az andéd tulfe-
szliltség levezetSjével egzaktul formaba 6nteni. Emiatt romlik
az anbédtest és az andd tulfesziltség levezetdje kozotti villa-
mos kontaktus.

Tovabba a DE 36 34 103 Al sz. nyomtatvanybdél megismerhe-
tink egy tantadl kondenzatort, melynél a huzalformaju anéd tul-
fesziiltség levezetdt tantdlporbdl préselik. Ennek a kondenza-
tornak az a hatranya, hogy a huzalformadju andd tulfesziiltség
levezetd és az andédtest kozott csekély az érintkezési feliilet.
Ez a kondenzator megnévelt ohmos ellendllasat eredményezi,
amely a kondenzidtor villamos értékeit negativ irdnyban befo-
lyadsolhatja. Ez a hatas nem kivanatos.

Az US 3,903,589 sz. nyomtatvanybdél megismerhetiink egy
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tantal kondenzatort, melynek anédjat az andd tulfesziiltség le-
vezetdjének fémpor ta;talmﬁ diszperzidéba vald meritése soran
allitjak eld. Az andd tulfesziiltség levezetd diszperzidbdl va-
16 kihuzasa soran a tulfesziiltség levezetdre egy csepp ragad
ra, melyet utana megszaritanak és szinterelnek. Ennek a tantéal
kondenzatornak az a hatrédnya, hogy az andédtestet nem lehet
meghatarozott geometridval eldallitani. Az ismert kondenzator
a hidnyzé optimalizalt anddgeometria és a széles tolerancia
miatt rossz térfogat-kihasznaltsaggal fog rendelkezni.

Ezért a szdéban forgd talalmany célja, hogy olyan andédot
adjon, melynél az andd tulfesziiltség levezet&je és az anddtest
ko6zott nagy az érintkezési feliilet, az andédtestnek el8re meg-
szabott formaja van, és az andédtest és az andd tulfeszlltség
levezetéje kozott jé villamos kontaktus 4ll fenn.

A taladlmany megad egy elektrolit-kondenzator andédot, elé-
re megszabott formaju anddtesttel és sikszerli andéd tulfeszilt-
ség levezetdvel, ahol az anddtest folytonosan deformalhatéd
anyagbol, mely megszildrdithaté, az andd tulfesziiltség leveze-
t6jéhez van megformazva.

A talalmény megad tovabbad egy kondenzatort, melynél az
anbédtestet dielektrikum veszi kéril, s a dielektrikumon egy
rétegkatdd taldlhatéd, ahol az andd tulfesziiltség levezetdjének
egy hosszabb végszakasza az elsé csatlakozdélemezhez formald-
dik, és a rétegkatdédd a masodik csatlakozdlemezzel Ossze van
kdtve.

A taldlmény szerinti andéd eldnye, hogy az egész anddnak
az andd tulfesziiltség levezet$jénél folytonosan deformalhatéd
anyaggal torténd megformadldsaval homogén andédtestet alakitha-

tunk ki, jé formaszilardsdggal az andéd tulfesziiltség levezetd-
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jéhez, valamint jé villamos kontaktussal az anéd tulfesziiltség
levezetbShoz.

A talalmany szerinti andéd tovabbi eldénye, hogy a folyto-
nosan deformalhaté anyag segitségével kialakitott anddtest
megfeleld formak - melyeket az anddtest megszildrduldsa eldtt
vagy utan eltavolitunk - tetszdéleges kialakitadsat vonhatja ma-
ga utan. Az anyaq, melyb&8l az anddtestet képezziik, lehet pél-
daul fémpor tartalmi pép, pépbdl elddllitott zdldfédlia vagy
maga egy megfeleld$ fémpor is.

Sikszer( kialakitdsaval az andd tulfesziiltség levezetd-—
vel, mely az anddtestbe példaul szinterelt tantdlporbél van
beszinterelve, szinterelt tantdlhuzallal &sszehasonlitva, azo-
nos keresztmetszeti feliilet esetén nagyobb érintkezési feliilet
érhetd el az anddtest és az andd tulfesziiltség levezetd ko-
z6tt. Az andd tulfesziltség levezetd feliiletét érintd porré-
szecskék szama megné, s ezzel az egymdssal szinterelt
tantalrészecskékbél 4116 aramutak &tlagos hossza csdkken a di-
elektrikum és az andéd tulfesziiltség levezetd kdzdtt. EbbSl kd-
vetkezden csbkkentett ellendllésértékeket és magas frekvenci-
aknal megnovelt kapacitast érhetiink el.

Az anédtestben sikszerl andéd tulfesziiltség levezetd al-
kalmazasa ezenkivil &ram folyasakor csdkkenti a lokalis felhe-
viilés veszélyét az andd tulfesziiltség levezetd és a szinterelt
tantalrészecskék adltal képzett hdlézat Atmeneténél. Ezeknél az
dtmeneteknél ugyanis magasabb &ramsiirtiségek lépnek fel, mint
az erre kapcsoldéddé h&ldézatndl. Az ilyen lokalis felheviilések
lehetnek az okai a chipkondenzatorokban hirtelen fellépd és
dramatikusan lejatszédd leégéseknek.

Kildnésen lényeges a taldlmany szerinti kondenzatornal és
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anddnal a kapacitiv, pordzus szintertestbdl késziilt anddtest
és a nagy feliletl andd tulfesziiltség levezetd kozotti szilard
és nagy érintkezési feliletl Osszekdttetés megvaldsitasa. Eze-
ket a komponenseket tobbnyire tantdalbdl vagy mas, megfeleld
fémb&l, mint a nidbium készitik, vagy olyan anyagbdél, mely ma-
gas permittivitasi egylitthatéju réteqg képzddését teszi lehe-—
tévé.

Célszerl tovabba az olyan anéd alkalmazasa, melynél az
anédtest az andd tulfesziiltség levezetd végszakaszat teljesen
korbefogja. Ezzel az andd tulfesziiltség levezetd feliiletének
anbédtesthez valdé érintkezésének optimdlis kihasznaltsagat ér-
hetjik el. Ez a tovabbiakban szavatolja az anéd nagy mechani-
kus stabilitéasat.

A talalmany tovabba eljarast ad a taldlmany szerinti anéd
eldallitasara, melynél folytonosan deformadlhatd anyagot, mely
megszilardithaté, sikszerl andd tulfesziiltség levezetdhoz vald
egyidejl kiilsé kialakitds mellett formdzunk és ezt kdvetden az
anédtest létrehozasdhoz megszilarditjuk. Az anyag egyidejd,
andéd tulfesziltség levezetdhdz vald hozzaformidlasaval és az
anddtest kiilsé formdjanak definidldsdval folytonosan deformal-
haté anyag segitségével megszlnnek a kdltséges, andédtest ki-
alakitdsara iranyuld folyamatok.

Kilénésen eldnyds az az eljaras, melynél pépet, amely k&-
térendszerbdl és porbél 411, visziink fel az anéd tulfesziiltség
levezetdre, ezt utana megszaritjuk és szintereljiik. A pép kii-
16nb6z6 médszerek sordn az andd tulfesziiltség levezetével
anéddd alakithaté. Példaul hasznalhatjuk a DE 199 27 909 Al
sz. nyomtatvanybdl ismeretes pépet, mely diszkrét fazisa fém-

porbdl és folytonos fazisu organikus dtvdzetekbdl all.



A talalmany szerinti kondenzator SMD-kialakitasra (SMD =
Surface Mounted Device - feliiletszerelt eszkdz) alkalmas. A
pép felhasznalasaval leegyszeriisédik a nagy- és cstUcskapacita-
su tantdlporok feldolgozéasa.

A taladlmany tovabba eljarast ad a taladlmany szerinti andéd
elSéallitasara, ahol a sikszerl andd tulfesziiltség levezetdt
porral korulpréseljiik, melyb&l az andd tulfesziiltség levezetd
az egyik oldalon kiall. Ezutan a préstestet szintereljik. A
talalmany szerinti eljardst célszer(i ugy végrehajtani, hogy az
anéd tulfesziltség levezetdt lamellaszerl fémlemez formdjaban,
egy présformaban taldlhaté betétben betoljuk a porba, és utana
kovetkezik a préselési folyamat.

Az andd tulfesziiltség levezetdjeként leginkabb alkalma-
zott tantal anyag nagyon drdga, igy az eljérads soran felhasz-
nalt lamellanak lehetdség szerint vékonynak kell lennie. Mas-
részt a felhaszndlt tantal lemeznek elegendd mechanikai stabi-
litassal kell rendelkeznie, hogy a porbetétbe be tudjuk tolni
és késdbb egy mechanikusan stabil lemezt tudjunk hajlitani be-
18le. Ezek mellett a peremfeltételek mellett a megfeleld la-
mellaszerl andd tulfesziiltség levezetd szélessége 0,3 és 5 mm
k6zottinek, a vastagsaga pedig 50 és 150 um kdzéttinek addédik.
Az andd tulfesziiltség levezetd szélesség/vastagsadg aranya 2 és
100 kozé esik.

A por préselését kildnosen eldényds hardntpréseléssel vé-
gezni, azaz keresztbe azzal az iradnnyal, mely iréanyban a la-
mellaszerd andd tulfesziiltség levezetd kiterjed.

A tovabbi gyartasi lépések megfelelnek a szokvanyos tan-
tal chipkondenzitor eldallitasanak. Igy a formazasnal megneve-

zett eljarasban a szinterelt andédtest kiilsé és bels& feliiletén
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tantalpentoxidbdl 4116 dielektrikum képzddik. A katédrétegek
felvitelét koveti a katddcsatlakozas és a tokozads eldallitasa.
A pozitiv oldali villamos csatlakozasra szolgaldé tantal anéd-
lemezt a taldlmadny szerinti kivitelezés soran forraszté- és
ragasztdképesség céljabol utdkezelés ala vonhatjuk, mely vo-
natkozik a toébbi kivitelezési példara is.
A tantal chipkondenzator fenti, talalmany szerinti kivi-
telezésének variaciéjaként a tantalport additivval latjuk el,
amely a kendhatidsa miatt a préselési folyamatot kénnyebbé te-
Szi és védi a préseld eszkdzt. A por bomlasképessége és a
préstest mechanikai stabilitasa is javul az additiv kot&képes-
sége altal. Egy szokdsos additiv a kamfor. A kamfort a prés-
test szinterelése eldtt lehet6ség szerint maradéktalanul el
kell tavolitani.
Tantal helyett mas megfeleld fémet is alkalmazhatunk,
mint példaul a niébiumot, alkalmas fémek otvozetét vagy mas
anyagokat is, melyek képesek dielektrikum képzésére.
A kovetkezSkben a taldlmanyt részletesen ismertetjik az
abrakon bemutatott kiviteli példak segitségével, ahol az
1-3. A&bra vazlatos rajz a talalmény elsd kiviteli példa-
janak szemléltetésére, a

4-6. Aabra vazlatos rajz a taldlmany masodik kivitelezési
példajanak szemléltetésére, a

7-13. a&bra vazlatos rajz az anddtest elBallitas elsd elja-
rasanak szemléltetésére, a

14-15. abr vazlatos rajza 7-13. &bran szerepld eljarasok
variacidinak szemléltetésére, a

16-23. &bra vazlatos rajz az anédtest eldallitas masodik

eljarasanak szemléltetésére és a
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24-26. &abr vazlatos rajz a szokvanyos chipkondenzator
szemléltetésére.

A 24-26. abrakat mar az elején ismertettiik. Az abrakon
az egymasnak megfeleld elemeket mindig ugyanazzal a vonatkoz&-
si jellel latjuk el.

Az 1. abran a taladlmany szerinti chipkondenzator lathaté
tényleges kondenzatorelemmel, amelynek 1 anédteste , 2 die-
lektrikuma, 3 rétegkatoédja és sikszerd andéd 9 tulfesziiltség
levezetdébjevan, amely benytilik az 1 anédtestbe. Az 1 anoédtest
pordzus fém szintertestbdl all, amely - ezt késébb lentebb k&-
zelebbrél is megvizsgaljuk - fémportartalma, kiszaritott és
szinterelt pépbsl késziil, és amely szildrd és nagy feliileti
csatlakozast biztosit az anoéd 9 tulfesziiltség levezetdhoz.

Az andd 9 tulfesziiltség levezetd: leginkabb tantalbél ké-
szil, ami eldnyés médon, mint a Pép fémpora, is alkalmazhaté.

A 3 rétegkatéd a 24. abran 1évé szokvanyos
chipkondenzatorokhoz hasonlédan a vezetdképes 8 ragasztdn
(Leitkleber) keresztiil a fémlemezzel van Osszekotve.

Az andd 9 tulfesziiltség levezetéd ellatja a 5 tantalhuzal
valamint a 24. abran lévé szokvanyos chipkondenzator 6 fémle-
mezének funkcidit: a tilfesziiltség levezetd a kontaktlemezhez
van hajlitva és kialakitva (vé. kiildndsen a 2. és 3. abréakat),
mellyel a pozitiv oldalon a kondenzatorelem és a 4 tokozéas
széle kozbtti tavolsaqg csdkkenthetd. Az aramkori elem 4 toko-
zasanak térfogatat igy jobban ki tudjuk hasznalni, hogy elés-
nyds mdédon nagyobb CV-szorzatot tudjunk elérni. Valaszthaté
kisebb méret is a 4 tokozasra ugyanakkora 1 anédtest térfogat
mellett. Ugyanakkora 4 tokozas méret mellett a taldlmany se-

gitségével a kondenzatorelem és az 1 andédtest nagyobbnak va-
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laszthatdé, mint az a technika 4llasa szerinti 24-26. &bré&kon
lathaté.

A taldlmany szerinti chipkondenzator az 1 andédtestben
1év8 sikszerG anéd 9 tulfeszlltséglevezetdvel lehetdvé teszi a
kiilldnlegesen lapos kondenzdtorelemek el8idllitasat, mint ez se-
matikusan a 4-6. abrakon lathatdé. Az 5. adbra mutatja a 2. ab-
rahoz hasonldan az 5 anddtestet az andéd 9 tulfesziltség leve-
zet6vel oldalnézetben, mig a 6. adbrdn a 3. abrahoz hasonldan
az 1 anédtest felilnézeti képét lathatjuk az andd 9 tul-
feszliltség levezetSvel. A 3. és 6. abrakon az andéd 9 tulfe-
sziltség levezetd teljes terjedelemben latszik annak ellenére,
hogy egy részét az 1 anddtest lefedi.

A 4-6. abrak kivitelezési példajanak megfeleld lapos ki-
vitelezés soran kilondsen nagy palastfelilletet kapunk, amely
révid aramutakat tesz lehetévé és a villamos tulajdonsagok ja-
vuladsat eredményezi. Adott esetben a rendkivil lapos kondenza-
torelemeket tokozads nélkil integralhatjuk hibridkapcsolasokba.

Az anédtest elSadllitdsdhoz sablon (11) felhasznalasaval
készitett 50-150 pm vastagsagui tantdlfélidbdél vagy
tantdllemezbd8l és egy kdtbrendszerbsl alld pépet nyomunk. A 7.
abra mutatja a 11 sablon felilnézeti képét, mig a 8. 4bra a 10
tantallemez és a 11 sablon egyilittes oldalnézetét mutatja, a 9.
abradn a 11 sablon 12 tantdlpéppel van toéltve. A tantdllemezt a
megnyujtott és ranyomott 12 tantdlpéppel egylitt a 11 sablon
eltdvolitdsa utén megszaritjuk és szintereljiik, hogy a 10. &b-
radn oldalnézetbdl 1latszdédd felépitést kapjuk.

A 10. abran 1lévdé felépitést végll a pontsorok mentén (vo.
11. abra) felvagjuk, hogy ezen a médon anddtestet kapjunk,

amely a 10 tantédllemezzel van 6sszekdotve. A 12. abra mutatja
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az effajta andédtest oldalnézetét a 10 fémlemezzel , mig a 13.
abra ugyanezt abrazolja fellilnézetben.

Adott esetben az egyes anddtestek (vd. 11. &bra) felvaga-
sa kielégitd szaritas mellett a szinterelés elétt végbemehet.

Az ehhez csatlakozé eljaras lépései megfelelnek a szokva-
nyos tantal chipkondenzatorénak. A formdzasnak nevezett proce-
dara soran a szinterelt 1 andédtest belsd és kiilsé feliiletén
tantalpentoxidb6l 2 dielektrikumot képziink. A 3 rétegkatdd
felvitelét koveti a katddcsatlakozéd, a 7 fémlemez és a 4 toko-
z4s eldallitasa. A tantal anéd 9 tulfesziltség levezetd
pozitiv oldali villamos csatlakozdsra szolgald tantdl anédle-
mezét forrasztd és ragasztdképesség javitadsadnak céljébédl utd-
kezelés ala vonhatjuk.

A 7-13. abrak kivitelezési példdjanak variacidjaként le-
hetséges a 10 tantallemez mindkét oldaldra 12 tantalpépet ra-
nyomni, ami egy munkamenetben kdvetkezhet. A ranyomds soran
két lépésben szadritjuk meg a 10 tantdllemez elsd oldalanak ra-
nyomasa utdn az erre az oldalra felvitt pépet. Fiiggetlenil at-
tdél, hogy a ranyomds egy vagy két munkamenetben térténik meg,
végil olyan felépitést kapunk, amely a 14. és 15. abrakon 1lat-
szik, ahol a 14. abra oldalnézetben, mig a 15. abra felil-
nézetben mutatja a 10 tantdllemezt a két részbdl allé andd-
testtel.

A chipkondenzator andédtestének eldallitéasa
selyemszitanyomassal is lehetséges, amelynél 50-150 um vastag-
sagu tantalfdéliédn vagy 10 tantdllemezen tantédlporbdl és egy
kdtérendszerbdl 4116 pépet nyomunk. A 10 tantdllemezt a
selyemszitanyomassal késziilt 12 tantdlpéppel ugyanugy, mint az

eldébbi példakban megszaritjuk és szintereljiik.
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A szinterelés utan felvagjuk a 10 tantallemezt. Ezen a
médon a 12. és 13. dbrdknak megfelelden kiilonalld anddtesteket
kapunk andd tulfesziltség levezetdvel 10 tantdllemezbdl vagy
tantalfélidbdél. A felvagas kielégitd szaritds mellett itt is
megeldzheti a tényleges szinterelést.

A tovabbi eljaraslépéseket a fent emlitett mébdon hajtijuk
végre.

A selyemszitanyomas 10 tantdllemezre mindkét oldalon le-
hetséges, ami adott esetben egy munkamenetben kdvetkezhet. Ha
a nyomast két lépésben hajtjuk végre, akkor a nyomds utan a 10
tantallemez elsé oldalat a péppel el8szaritasnak vethetjik
ala. Ezen a médon végil a 14. és 15. &bran lathatd felépitést
kapjuk a 10 tantdllemezzel és az andédtestekhez szinterelt 12
tantalpéppel.

A talalmany 16-23. Abrak alapjan szemléltetett kivitele-
zési példaiban az andd tulfesziiltség levezetdt fémporpép veszi
teljesen korbe, hogy az andédd tulfesziiltség levezetd csak az
egyik fémporpépbdl szaritadssal és szintereléssel elBallitott
20 andédtest egyik oldaladn &lljon ki, amint ez kézvetleniil a
22. és 23. abrakon oldal- és felilnézetben lathaté. Az ilyen
feléepités eldallitadsadhoz tobblépcsds sabloneljarast alkalmaz-
hatunk, melynél kézvetlenul két 13, 14 lyukmaszk kozott
tantalféliabdl vagy tantdllemezbdl 4116, 50-150 um vastagsagu
15 lamellat helyeziink el. A 16. dbra mutatja a 13 lyukmaszk és
a 15 lamella felllnézeti képét, mig a 17. &bra a 13, 14 lyuk-
maszkokat abrazolja oldalnézetben a 15 lamellaval az elsd 16
bazislemezen. A 15 lamella azon részét, amely a 13, 14 lyuk-
maszkok lyukaba benyulik, hézagbiztosité 17 lemezzel

alatamaszthatjuk (v6. 17. Abra). Ez a hézagbiztositd 17 lemez
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adott esetben része lehet a 16 bazislemeznek vagy arra lehet
régzitve.

A benyulé 18 pép (18. abra) eldszaritdsa utdn egy tovabbi
19 bazislemezt helyeziink r4d (19. 4bra), az elsd 16 bazislemezt
a hézagbiztosité 17 lemezekkel eltavolitjuk (vo. 20. abra) és
masodik alkalommal fémporpépet nyGjtunk be (v6. 21. &bra). A
kiformalas utdn szAaritdst és szinterelést alkalmazunk. Ezen a
médon kapjuk meg a 22. és 23. abra felépitéseit a 20 andédtest-
tel.

A chipkondenzator eldallitisakor lehetséges az az alter-
nativa, hogy az 50-150 um vastagsagu tantalfélidbél vagy
tantallemezbdl késziilt lamellat egy kotérendszerbdl és fémpor-
bél allé péppel koériilpermetezziik, kodriilpréseljik vagy koriul-
éntjik. A kiformadlas utén az igy kapott andédtestet megszarit-
juk és szintereljik. Ezen a médon a 22. abran (oldalnézet) és
a 23. abran (felilnézet) lathatdé anddtesteket kapjuk
tantalf61iabdl vagy tantdllemezbdl 1évS andéd tulfesziiltség le-
vezetdvel, melyeket a fent emlitett mdédon tovabbi kezelés ala
vesszlk.

Végll az anédtest elddllitasdhoz készithetiink két&rend-
szerbdl és tantdlporbdl 4116 pépbdl elasztikus és fdliaszerti
masszat (zo6ldfdlia), melyet felvagunk és az 50-150 um vastag
tantalféliaval vagy tantdllemezzel beragasztunk. A szaritas és
szinterelés utédn a 22. és 23. abran (feliilnézet) lathaté andd-
testeket kapjuk tantalféliadbdél vagy tantallemezbdl 1évd andd
tulfeszilltség levezetdvel.

A fentebb ismertetett préselési eljards segitségével por-
boél elédllitott anddtestek pont Ugy néznek ki, mint a 22. és

23. abran abréazoltak.
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Szabadalmi igénypontok

1. Elektrolit-kondenzator elére megszabott formaju andd-
testtel (1; 20) és sikszerd andd tulfesziiltség levezetdvel
(9), azzal jellemezve, hogy az anddtest (1; 20) folytonosan
deformalhaté anyagbdél, mely megsziladrdithatd, az anéd tulfe-
sziiltség levezetéhdz (9) van megformazva.

2. Az 1. igénypont szerinti anéd, azzal jellemezve,
hogy az andédtest (1; 20) az andéd tﬁlfeszﬁltség levezetd (9)
végszakaszat teljesen kdérbefogja.

3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti anéd, azzal jellemez-
ve, hogy az andédtest (1; 20) pordzus szintertestbdl &ll.

4. A 3. igénypont szerinti anéd, azzal jellemezve,
hogy a szintertestet megfeleld fémb&l, mint példaul tantalbdl
vagy nidbiumbdl, vagy megfeleld fémdtvdzetbsl vagy mas, die-
lektrikum képzésére alkalmas anyagokbdél allitjuk eld.

5. Az 1-4. igénypontok barmelyike szerinti anéd, azzal
jellemezve, hogy az andéd tulfesziiltség levezetdt (9) megfeleld
fémb&l, mint példaul tantdlbdél vagy nidbiumbédl, vagy megfeleld
fémotvozetbdl vagy mas, dielektrikum képzésére alkalmas anya-
gokbdél 4llitjuk eld.

6. Az 1-5. igénypontok barmelyike szerinti anéd, azzal
jellemezve, hogy az andd tulfesziiltség levezetd (9) fémlamella
formaju és szélesség/vastagsag arédnya 2 és 100 kozé esik.

7. Az 1-6. igénypontok barmelyike szerinti kondenzator
andéddal, azzal jellemezve, hogy az andédtest (1; 20) dielektri-
kummal (2) van koérilvéve, és a dielektrikumon (2) rétegkatéd
talalhaté, és amelynél az andd tulfesziiltség levezetd (9) na-
gyobb végszakaszat az elsd csatlakozélemezhez formaljuk, és

amelynél a rétegkatédot (3) Osszekapcsoljuk a masodik csatla-
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kozblemezzel.

8. Az 1-6. igénypontok barmelyike szerinti eljaras az
andéd eldéallitasara, azzal jellemezve, hogy folytonosan defor-
malhaté anyagot, mely megszilardithatd, egyidejd sikszeri anédd
tulfesziltség levezetdhdz (9) vald kiilsé kialakitas mellett
formazunk és ezt kovetden az anddtest (1; 20) létrehozasahoz
megszilarditjuk.

9. A 8. igénypont szerinti eljaras, azzal jellemezve,
hogy pépet (18), amely koétdSrendszerbdl és porbdl 4ll, visziink
fel az andd tulfesziltség levezetdére (9), ezt utana megszarit-
juk és szintereljik.

10. A 9. igénypont szerinti eljards, azzal jellemezve,
hogy a pépet (18) sablon (11) felhaszndl&séaval, nyomassal
visszik fel.

11. A 9. igénypont szerinti eljaras, azzal jellemezve,
hogy a pépet (18) selyemszitanyomassal vissziik fel.

12. A 9-11. igénypontok barmelyike szerinti eljaras, az-
zal jellemezve, hogy a pépet (18) az andd tulfesziiltség leve-
zetdjének (9) mindkét oldalara felvissziik.

13. A 9. igénypont szerinti eljiréds, azzal jellemezve,
hogy a pépet (18) két maszk, melyeket az andéd tulfesziiltség
levezetdnek (9) egy-egy oldaldhoz rendeljiik hozza, segitségé-
vel vissziik fel az andéd tulfesziiltség levezetdre (9).

14. A 13. igénypont szerinti eljaras, azzal jellemezve,
hogy az andéd tulfesziiltség levezetdnek (9) a maszk lyukanak
szélén kialld végét hézagbiztositd lemezzel (17) tamasztjuk
ala.

15. A 9. igénypont szerinti eljards, azzal jellemezve,

hogy a pépet (18) az andéd tulfesziiltség levezetdre (9) kdriil-
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permetezéssel, korilpréseléssel vagy korildéntéssel vissziik
fel.

16. A 9. igénypont szerinti eljaras, azzal jellemezve,
hogy a pépbd&l (18) zoldféliat készitiink, amelyet felvagunk és
az andd tulfesziltség véddvel (9) beragasztjuk.

17. A 8. igénypont szerinti eljards, azzal jellemezve,
hogy az andd tulfesziiltség védsét (9) porral kérlilpréseljik, s
igy préstest keletkezik, melyb&l az andd tulfesziltség leve-
zetd (9) az egyik oldalon kidll, és a préstestet ezutan
szintereljiik.

18. A 17. igénypont szerinti eljaras, azzal jellemezve,
hogy a sikszer anéd tulfesziiltség levezetdt (9) préselés
elétt présformaban taldlhaté betétben betoljuk a porba.

19. A 17. vagy 18. igénypont szerinti eljaras, azzal Jel-
lemezve, hogy az andd tulfesziiltség levezetdjéhez (9) lamella
formaju lemezt haszn&lunk, melynek szélesség/vastagsag aranya
2 és 100 kozé esik.

20. A 17-19. igénypontok barmelyike szerinti eljaras, az-
zal jellemezﬁe, hogy az andéd tulfesziiltség levezetdhdz
tantalfdéliat vagy tantallemezt (10) hasznd&lunk fel.

21. A 17-20. igénypontok barmelyike szerinti eljaras, az-
zal jellemezve, hogy a porhoz tantélport hasznalunk fel.

22. A 17-21. igénypontok barmelyike szerinti eljaras, az-
zal jellemezve, hogy a porhoz kendhatasti additivot, kiiléndsen
kamfort (campher), adunk hozza.

23. A 22. igénypont szerinti eljards, azzal jellemezve,
hogy az additivot szinterelés eldtt eltavolitjuk.
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